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全文摘要
国产算力领域正面临国产卡市场需求旺盛但受限于HBM供应紧张的现状，导致价格和产能受限。预计未来几个月行业将持续活跃，但建议谨慎布局。国产GPU开发和采购需求增加，价格上调，显示出国产算力市场的发展潜力和投资机会。未来的发展方向将聚焦于先进制程和封装技术的应用。整个讨论强调了国产算力市场的重要性，并提醒遵守会议信息使用规定。

章节速览
00:00 国产算力产业最新观点与市场分析
会议围绕国产算力产业的最新动态展开，重点讨论了高端卡加速转让、HBM涨价及产业紧缺等现象，指出行业正逐步提升，尤其在组网交换环节表现突出。预计九月底至春节前，KPS预算招标、CPU下单及业绩将持续增长，但需警惕潜在的不良反应。第三方专家观点仅供交流，不构成投资建议，未经授权不得录音或转发。

01:29 开发者与国产卡市场发展及收入预期分析
对话讨论了开发者数量的显著增长以及对国产卡市场的积极影响。提到海外高端市场折扣慢，而国内B卡市场虽小但价格高昂，共产卡加速替代成为趋势。预计摩尔木希明年收入目标可达400亿，甚至更高，国产商品采购占比上调，整体市场预期乐观。

03:14 四季度国产GPU市场发展与产能挑战
四季度国内GPU市场迎来密集测试与推广，木西C700等产品性能优异，B站等大客户考察参数接近华为产品。国产智能芯片预算大幅提升，出货量有望翻倍。寒武纪、昆仑芯等小卡表现良好，摩尔线程推理卡将大批量采购。HBM产能紧张至明年年中，现货价格飙升，GPU市场需求旺盛，价格量齐升，业绩有望向好。

05:26 国产算力与行业盈利验证节点
对话探讨了国内算力市场的发展，指出头部厂商因内存成本上涨而计划涨价，同时提及2023年预算与招标进展，以及GPU、NPU等技术进步对行业盈利能力的影响，强调十月作为验证行业盈利能力和国产商品板块性机会的关键节点。

07:07 寒武纪与华为AI芯片出货量及市场布局分析
对话围绕寒武纪和华为AI芯片的出货量及市场布局展开，提及华为950和910系列芯片的出货计划，以及寒武纪核心产品在Z、T、A三家公司中的应用情况。2026年950P2预计增长至120-130万颗，受HBM限制的950DT出货量占比将超过60%。910系列芯片计划在2024年开始逐步推出H公司信息，AI芯片在2027年的出货量目标为200万颗。寒武纪的核心产品包括550PR、DT和下一代960，主要客户为Z、T、A三家公司，其中Z公司采购以PI为主，A公司主要通过云上架产品，T公司则涉及PRDT。

09:27 5G与HBM技术影响下的公司战略与成本分析
对话讨论了公司采用HBM3等先进制程技术的情况，以及5G产品线如MLU370、580590和690的应用与市场表现。提及了HBM成本的显著上涨对整体成本的影响，以及公司如何通过调整售价应对成本压力。此外，还分析了客户结构与市场需求，强调了HBM战略对公司业绩的关键作用。

11:48 2023年AI芯片市场分析与投资展望
会议讨论了2023年AI芯片市场的收入增长、市值提升及产品配置优化，强调了GPU架构在训练领域的适用性，以及寒武纪、木樨等企业的发展潜力，指出长安GOP有较大市值提升空间，呼吁投资者关注AI芯片领域的投资机会。

发言总结
发言人1
主持的开源计算机中秋系列电话会议主要聚焦于国产算力的最新发展动态。作为太原计算机的组长，他详细汇报了国产算力的多个方面，包括大厂开发动态、GPU价格与市场需求、国产GPU的发展与布局、5G技术的应用，以及相关企业未来的发展预期。特别指出HBM价格的上涨对产业的影响，并详细介绍了国产GPU企业如寒武纪、摩尔、木犀等的最新进展和市场表现。他预测了未来国产算力领域的发展趋势和机遇，强调会议内容仅针对专业投资机构客户或受邀客户，所有信息和观点均不构成投资建议，严禁未经授权的录音、转发及解读。整个汇报旨在为与会者提供对国产算力领域深入的理解和分析，以便于投资决策。

问答回顾
发言人1 问：在国产刷新方面，最新的观点是什么？
发言人1 答：最新的国产观点是，大厂在高端卡的开发上加速转让，国产卡产业当前非常紧缺，叠加HBM涨价，行业正逐渐进入一个稳步提升的状态。HBM可以增加到芯片中以提高整体性能，特别是组网交换环节的斜率增长明显。预计从九月底到春节前，KPS预算招标、CPU下单以及业绩都将持续进行。

发言人1 问：开发者和海外高端卡的情况如何？
发言人1 答：2020年开发者数量约为4380，预计今年将上调约50%，达到2000亿左右。然而，海外高端卡的折扣进度较慢，国内B卡每月仅需1000台服务器，且价格较高。由于国产卡供应紧缺和替代需求增加，尤其是共产卡将加速替代过程。

发言人1 问：对于摩尔木希明年收入预期及国产商品采购情况的看法？
发言人1 答：摩尔木希明年收入预计会上升至400亿甚至更高，各厂商对明年整体预期较为乐观。国内GPU采购在过去两年内已上调了两次，采购量显著增加。四季度会有大规模的测试结果发布和订单追加计划，如木西C700等新品将进行广泛测试，同时B站等平台也开始考察国产芯片性能，预计四季度国产商业推广将大幅增加，出货有望翻倍。

发言人1 问：国产GPU产能、HBM供应紧张及价格变动情况如何？
发言人1 答：目前国产GPU产能相对紧张，但HBM供应紧张状况有望在明年年中缓解，目前现货价格已是长期价格的数倍。此外，2.5封装技术的推广和华为对资源的锁定也影响了市场供应。整体来看，由于需求旺盛和价格上涨，国产GPU的业绩将有望在明年进一步提升。

发言人1 问：集群换门卡和服务器、交换机的需求变化情况如何？
发言人1 答：当前国内普遍采用集群换门卡来弥补性能和价格问题，相比传统主网，芯片设备需求提高了约十倍，尤其是GPU需求增长显著。服务器和交换板开始分离设计，由交换机厂商提供方案，头部厂商的成绩点预计将有大幅上升。

发言人1 问：云栖大会A客户新一代大模型及后续国产算力发展趋势？
发言人1 答：云栖大会期间，A客户将启动2027年的预算，10月将进行第三批创新型招标，同步体现价格方面的影响。关注CPU加载和国产OKEDRT、NPU的性能表现，年底将对整个行业盈利能力进行重要验证。当前国产商品板块在四季度具有板块性机会，头部厂商已开始涨价，涨价核心因素是内存成本上升，这将对整体算力产生重要影响。

发言人1 问：目前寒武纪的整体情况如何？
发言人1 答：目前寒武纪整体状况良好，华为作为主要客户，其申请的总出货量达到4%万颗，其中950系列约有90万颗，910系列约40万颗。预计27年出货量将达到300万颗，内部目标为400至500万个。具体到产品，950P2在26年出货量约为75万颗，预计27年增长至120万至130万颗；而950DT受到HBM供给限制，26年为15万至17万颗，预计27年占比超过60%。

发言人1 问：寒武纪的核心产品客户有哪些？寒武纪在内存方面的产品配置和技术制程情况如何？
发言人1 答：核心产品客户主要有Z客户，以PI为主，部分使用DT版，且已上架8层产品，用于Z公司的AD推进学习；T公司也会采购PR和DT产品，预计21年采购量为15万卡；A公司则通过自营拼多多销售I卡，利用率相对一般，主要通过云上架推广产品。在内存方面，950PR配备60GB HPDDR或628GB APMI，960系列将采用3HM3技术，下一代预计使用HBM3。目前制程上，950PR采用的是N加技术，8纳米大到460毫米，960系列会采用6纳米技术，主要由三星和40米图提供芯片，配置以cos KL为主。

发言人1 问：寒武纪5G产品的主要情况及市场表现怎样？
发言人1 答：5G主要产品包括MLU370、580590和690系列，其中370型号逐步退出历史舞台，690成为主力产品。涨价前，销售10万卡可带来约120亿收入，涨价后有所减少，但仍受到HBM供应紧缺的影响，一旦缓解，业绩将大幅提升。5G产品主要用于Z公司视频申请的大模型训练。

发言人1 问：HBM涨价对整体成本的影响有多大？
发言人1 答：HBM价格显著上涨，从之前的两三万原价涨至现在的某一价格，对整个成本影响巨大，导致HBAABA和C板成本约4000元，cos KL的成本约3000元，整个早期变更成本高达约4万块钱。

发言人1 问：目前客户结构以及对未来业绩的预期如何？
发言人1 答：客户结构中，E公司和T公司为主要客户，主要利用内容进行训练。随着HBM价格大幅上涨，预计后续产品的售价也会相应提高。对于27年的生意，预计收入将大幅增长，保守估计超过50亿，甚至可能达到33倍的300亿水平，主要来自明年订单方向及价格增加。下一代核心器件产品采用的GPU架构与彩虹上的GPU相似，均适合训练用途。

